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(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng loại thiết bị được lắp trên bề mặt 

(Surface Mounted Devices - SMD) sử dụng các thiết bị gói quy mô chip (Chip 

Scale Package - CSP) công suất cao mà độ chói và/hoặc nhiều vùng tối được giảm 

và/hoặc được ngăn ngừa. Thiết bị chiếu sáng được đề xuất bao gồm: đế có nhiều 

phần dẫn điện; và nhiều phần tử điôt phát quang (Light Emitting Diode - LED) 

loại lắp trên bề mặt được lắp để được nối với nhiều phần dẫn điện tương ứng mà 

đế có, các phần tử riêng được hàn kín riêng rẽ, trong đó đế bao gồm lớp chất 

huỳnh quang chứa chất huỳnh quang thứ nhất, lớp che ít nhất một phần của bề 

mặt ở phía mà các phần tử LED loại lắp trên bề mặt được lắp ở đó, chất huỳnh 

quang thứ nhất được kích thích ở bước sóng của ánh sáng được phát ra từ ít nhất 

một trong số các phần tử LED loại lắp trên bề mặt, và nhiều phần tử LED loại lắp 

trên bề mặt không được hàn kín liền khối. 
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